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概要（Summary ）：

シリコン-樹脂間の接合に必要な製法パラメータと

接合強度の関係を明確化し、長期信頼性のある新規デ

バイス開発への応用展開を図ることを期待する。

そのために、ズースマイクロテック社製 SB6E の使用

を検討する。
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